
附件 

高性能集成电路工程实施方案 

 

一、总体思路和工程目标 

（一）总体思路 

坚持“政府引导、市场运作、应用牵引、创新驱动、协同发

展”的原则，更加注重产业与资本结合，创新投融资体制机制，

更加注重产业链和生态链培育，推动产业资源整合，更加注重创

新能力建设，提升产业核心竞争力，更加注重产业环境优化，完

善产业公共服务平台，逐步形成市场、政策、人才、资金、技术

有效配置的发展模式，推动我国集成电路产业加快发展。 

（二）工程目标 

到2016年，核心技术开发取得突破进展，重点产品市场占有

率稳步提高，设计业集中度显著提升，高端制造能力与国际先进

水平差距进一步缩小，形成一批具有国际竞争力的龙头企业，产

业链互动发展格局初步建立。 

投融资目标：鼓励国内有基础的地区建立 2 到 3 支产业投资

基金，突破产业发展的资金瓶颈，引导更多的社会资金投入集成

电路产业。 

产品开发目标：先进设计能力达到22nm，推动一批具有自

主知识产权的核心芯片实现规模应用，在移动智能终端、智能电
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视等领域市场占有率超过20%。 

先进产能目标：建成1条32/28nm工艺生产线，产能超过3万片

/月，45/40nm工艺产能扩大到5万片/月，先进封装的产能满足国

内40%以上市场需求。 

企业培育目标：培育1家进入全球前十位的芯片设计企业，1

家进入全球前四位的芯片制造企业，1-2家进入全球前十位的封

测企业，形成产业链完善、创新能力强、特色鲜明的产业集聚区。 

二、重点发展方向和主要任务 

面向重大信息化应用、战略性新兴产业发展和国家信息安全

保障等重大需求，聚焦重点，加快高性能集成电路产品的产业化，

支持先进工艺产能建设，推动产业链上下游整合，完善产业生态

环境。 

（一）推动高性能集成电路产品产业化 

充分借助国内在整机、电信运营、物联网等领域已经建立的

优势，围绕移动互联网、三网融合、物联网、云计算等战略性新

兴产业，面向移动智能终端、数字家庭、新一代智能卡、现代工

业控制、信息安全等重点领域和重点整机应用需求，重点支持技

术成熟度高、可形成系统解决方案的移动智能终端芯片、数字家

庭芯片、智能卡芯片等量大面广的系统级芯片（SoC）产品的产

业化和规模应用。 

（二）支持先进工艺产能建设 

建设 45nm/32nm/28nm 先进工艺生产线，形成规模量产能
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力，满足 40%以上国内高端芯片的代工需求，支撑国产高端通用

芯片的研发及产业化。支持工艺 IP 库的建设，提高制造企业的

服务能力和水平。开发 3D 封装、圆片级封装等核心技术，支持

先进封装测试生产线建设。推动本土集成电路专用装备和材料在

生产线中应用，带动产业链协调发展。 

（三）加强产业链上下游整合 

推动设计企业之间的兼并重组，提高产业集中度，使前十大

设计企业的销售收入占全行业的比重接近 40%。鼓励集成电路企

业和整机企业加强战略合作，推动制造企业、封测企业参股、控

股设备和材料企业，以资本和供应链为纽带，打造虚拟 IDM 模

式。引导集成电路、软件、整机、系统到应用等环节形成共生的

产业生态链、价值链，实现上下游企业群体突破和跃升。 

（四）完善公共服务体系 

进一步完善集成电路公共服务平台，整合 EDA、快速封装

测试、MPW、失效分析、加速验证等资源，加强国内外知识产

权的跟踪、评估与运用，形成统一的服务标准规范和质量保证体

系，提高公共服务水平。依托公共服务平台，培养和引进一批国

际化、高层次的人才团队。 

三、工程组织实施方式 

（一）推动设立地方性产业投资基金 

采用鼓励设立地方性集成电路产业投资基金的方式组织实

施高性能集成电路工程。引导产业集聚区地方政府、企业以及社
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会资本投入，加大投资规模，建立多元化社会资金投入的融资体

系。 

（二）基金的发起和规模 

在产业集中度高、产业优势资源突出、产业环境较为完善的

地区，由地方政府发起设立 2-3 支集成电路产业投资基金，吸引

社保基金、银行、信托、国有上市公司等社会资金参与。 

（三）基金的管理和运作 

地方政府发起设立的基金按市场化方式运作，委托有资质的

投资管理机构实行专业化管理，实现政府政策意图和按市场原则

运作的有效结合。按投资领域的不同，可包括兼并重组投资基金、

先进工艺制造投资基金等类别。投资方式包括参股、融资担保或

其他方式。基金成立投资决策委员会和咨询顾问委员会，投资决

策委员会决定投资与退出，咨询顾问委员会主要对基金的投资策

略、方向、运作提供咨询。 

（四）投资重点 

重点支持集成电路企业兼并重组，先进工艺生产线建设，以

及高性能集成电路产品的产业化和规模应用。 

1、兼并重组。支持龙头企业发展和重大项目融资需求，重

点推动优势企业强强联合、跨地区兼并重组、境外并购和投资合

作，促进同类企业整合、上下游企业整合。支持集成电路企业境

内外上市融资。支持符合条件的创新型中小企业在中小板和创业

板上市。 
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2、芯片设计。围绕移动智能终端、数字家庭、新一代智能

卡、现代工业控制、信息安全等重点领域和集成电路公共服务平

台建设，推动技术成熟度较高、可形成系统解决方案的高性能集

成电路产品的产业化和规模应用，有效支撑“宽带中国”、“物联

网和云计算”、“信息惠民”、“智能装备制造”等相关战略性新兴

产业重大工程的实施。 

3、芯片制造。尽快建成 32/28nm 生产线，实现 40nm 工艺

产能扩充。建设集成电路研发中心，形成关键共性技术持续支撑

能力。支持工艺 IP 库的建设，提升先进工艺的成熟度，提高制

造企业的服务能力和水平。支持 CSP、WLP、TSV-3D 等先进封

装和测试技术的导入和规模应用，提高测试技术水平和产业规

模。支持国产装备、材料在集成电路生产线上的应用。 

4、关键装备与材料领域。与国家 02 专项衔接，在所取得的

研发成果基础上，重点推动光刻机、刻蚀机、离子注入机、外延

炉设备等核心装备的量产与应用，形成成套工艺水平。重点支持

12 英寸硅片、光刻胶、SOI、SiC、GaN 等关键材料的批量生产

和规模应用。 

四、保障措施 

（一）组织保障 

加强顶层设计和组织协调，有效统筹协调中央、地方和其他

社会资源，聚焦工程重点任务，加强与国家科技计划（专项、基

金等）的衔接。 
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（二）资金保障 

国家研究利用集成电路产业投资基金对地方设立的产业投

资基金给予统筹支持。工程实施涉及研发的相关任务，需要中央

财政支持的，按照深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理

改革的要求，纳入国家有关科技计划（专项、基金等）统筹给予

支持。 

（三）政策保障 

贯彻落实国发[2000]18 号文件、国发[2011]4 号文件，从财

税、投融资、研究开发、进出口、政府采购、知识产权等方面，

完善相关实施细则。 

（四）人才保障 

建立、健全人才培养体系，重点培养国际化、高层次、复合

型集成电路人才，加大国际化人才引进工作力度，努力造就开拓

型、具有国际视野的企业家群体。 
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